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Este curso esta concebido para que el alumno agprartdavés de su propia experiencia, los aspesiosos

y practicos en torno al disefio de un circuito iraeg CMOS a nivel de layout, y los procedimientes d
verificacion y pruebas para la caracterizaciénideuitos integrados. Al final del curso, el alumestara en
condiciones de generar el layout de un circuitegrado analégico, digital o de sefiales mixtas #r gk un
esquematico o de un codigo Verilog, verificar ededio, seguir los pasos necesarios para su faldmcagci
planificar y ejecutar un programa de pruebas placaaiito.

OBJETIVOS

Al finalizar el curso el alumno sera capaz de:

1. Valorar e identificar las practicas de respeto arlapiedad intelectual, relacionadas a los acueddos
confidencialidad y manejo de informacion sensihle ggen la practica en la industria electrénica.

N

Establecer el criterio en torno a no-idealidadesekrdisefio de un circuito integrado, tales como

emparejamiento y componentes parasitas.

Nog AW

encapsulado.

©®

Identificar y distinguir las principales especifitanes de interés en un circuito integrado.

Identificar y aplicar buenas practicas de layoutideuitos integrados.

Identificar y aplicar los pasos de verificacion esarios antes de fabricar un circuito integrado.

Disefiar un circuito integrado analdgico, de sefiaiz$as o digital.

Elaborar un diagrama de conexiones (bonding didgpara especificar las conexiones entre el chip y e

Planificar y ejecutar un programa de pruebas quaipgprobar y caracterizar un circuito integrado.
Aplicar correctamente las herramientas de Eleatrddésign Automation (EDA) para el disefio de

circuitos integrados analdgicos y/o digitales.
10.ldentificar y conocer los archivos de tecnologiaesarios para producir un disefio en alguna tecfeolog

particular.

CONTENIDOS

1. Flujo de disefio de circuitos integrados
2. Layout de un circuito integrado
a. El proceso de hacer un layout
b. Componentes parasitas
c. Emparejamiento
d. Técnicas de layout

e. Encapsulado

3. Verificacion

a. Chequeo de reglas de disefio (DRC)
b. Extraccién del circuito
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V.

c. Comparacion entre layout y esquematico (LVS)
d. Reglas de antena
e. Simulaciones post-layout
4. El proceso de tape-out
a. Tipos de archivos
b. Preparacidn al envio para fabricacion
5. Pruebas de un circuito integrado
a. Metodologia
b. Disefio de un banco de pruebas
c. Disefio de una tarjeta (PCB) para el circuito

METODOLOGIA

El curso debe ser desarrollado a lo largo de uncafopleto (con dedicacidon de cinco horas semanales
durante ambos semestres), debido a que el proeefaddcacion de los circuitos integrados tardgpande
meses.

Durante el primer semestre habra una serie desclestivas durante las cuales seran introducides lo
contenidos del curso. Posteriormente los alumndisidm el circuito, disefiaran y verificaran el ¢ay, y
enviaran el disefio al fabricante. Este trabajoesponde a cinco créditos. Durante el periodo dectdion,

los alumnos trabajaran en el plan de pruebas ymdsaan el testbench, incluyendo el circuito ieg.

Durante el seqgundo semestre, una vez fabricadecaito integrado, los alumnos utilizaran su testifepara
caracterizar el disefio y escribiran un informelfigate trabajo corresponde a otros cinco créditos.

Proceso de disefio
El proceso de disefio involucra los siguientes pasos

1. Definicién del circuito a implementar. Puede serdisefio de un curso anterior, o un disefio proysto
el profesor del curso. Para el caso de disefio gical® de sefiales mixtas, los alumnos deben varikic
plausibilidad del disefio a nivel de transistoreggnerar un conjunto de especificaciones, obtenidas
mediante andlisis y simulaciones, que servirdn comata a lo largo del curso. Para el caso de disefios
digitales, los alumnos deben realizar las simulssoconducentes a verificar su funcionalidad Iégica
previo a la sintesis.

2. Disefio del layout del circuito. Implica aprenderusb del software de disefio de layout y emplearlo
correctamente. En el caso de disefio analdgico seflgles mixtas, los alumnos haran el layout a mano,
mientras que en el caso de disefio digital, los matsnemplearan ademas herramientas de sintesis.

3. Verificacion del layout del circuito. Requiere dos alumnos comparen su disefio a nivel de layauieto
disefio a nivel de transistores o compuertas logicasrifiquen la igualdad de nodos y componentes.
Involucra ademas la verificacion del cumplimienelas reglas de disefio entregadas por el fabricante

4. Generacion de un archivo GDSII para la fabricaciéhcircuito integrado, y especificacion del diagea

de conexiones del chip en caso de ser necesarias.

Disefio y construccion de un circuito impreso paabar el circuito integrado.

Planificacién y ejecucion de un programa de pru@aas el circuito integrado.

Generacion del informe final, consistente en urja de especificaciones para el chip, o de un paper

muestre los detalles de disefio y los resultadosrawrpntales. El informe final debe estar escrito en

inglés.

No o

El financiamiento de la fabricacién de los circaitmtegrados sera provista por MOSIS a través de su
programa de educacion (MOSIS Educational PrograME®). Los alumnos interesados en tomar el curso
deben contactar al profesor para coordinar la fstn al financiamiento. El informe final de caglaupo
debe ser enviado a MOSIS, para cumplir con el comjzo adquirido al aceptar el financiamiento.
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VI.

EVALUACION

El curso serd evaluado a través de informes decavarun informe final. El objetivo de los informde
avance es asegurar el cumplimiento de metas pescithles como la verificacion del disefio, layout,
verificacion del layout, planificacién de un progra de pruebas, etc. Los informes de avance tendran
ponderacion de un 70% en la nota final, mientra&sejunforme final corresponderéa al 30% de la fio&.

Calificacion del curso

Los alumnos que inscriban el curso quedaran caninobmpleta (1) hasta completar el informe final.

BIBLIOGRAFIA
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Baker CMOS Circuit Design, Layout, and Simulati8rd Edition, 2010.
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